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九江德福科技股份有限公司 

关于募集资金具体运用情况的说明 

（一）28,000 吨/年高档电解铜箔建设项目 

1、项目实施方案及要点 

（1）项目实施主体及地址 

本项目由发行人子公司九江德富新能源有限公司（以下简称“德富新能源”）

实施，选址位于九江市经济技术开发区汽车工业园德富新能源厂区内，地块位于

九江市顺意路 12 号，土地使用权证证书号为赣（2020）九江市不动产权第 0058011

号。 

（2）项目投资概算 

本项目预计投资总额为 130,275.07 万元，募集资金拟投入金额为 65,000.00

万元，具体投资概算情况如下： 

单位：万元、% 

序

号 
项目 

建筑工

程费 

设备购

置费 

安装工程

费 

其他费

用 
合计 占比 

一 工程费用 9,515.72 95,132.99 12,910.83 - 117,559.54 90.24 

1 设备采购 - 89,094.31 9,899.37 - 98,993.68 75.99 

2 建筑工程 9,515.72 6,038.68 3,011.46 - 18,565.86 14.25 

二 其他费用 - - - 2,437.11 2,437.11 1.87 

 其中：土地

使用费 
- - - 870.00 870.00 0.67 

三 预备费 - - - 3,599.90 3,599.90 2.76 

四 
铺底流动资

金 
- - - 6,678.52 6,678.52 5.13 

项目总投资 9,515.72 95,132.99 12,910.83 12,715.53 130,275.07 100.00 

2、项目建设周期及实施计划 

本项目建设包括工程前期咨询、工程设计、工程施工、国内外设备采购、设

备安装调试、试生产等过程。项目具体实施进度估计如下： 
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阶段 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

前期咨询

及设计 
        

工程施工         

设备采购         

设备安装

调试 
         

试运行          

竣工验收          

注：上表中“T”代表 3 个月 

截至报告期末，本项目已建成投产。 

3、投资项目可能存在的环保问题及环境保护措施 

本项目运营过程中涉及的污染物主要包括含铜、锌等重金属的酸性废水，含

酸废气和废水处理后的污泥，动力设备、生产设备运行噪声等。本项目严格依照

国家及地方政府所颁布的各类法规及排放标准而设计和施工；公司已建立环保管

理体系，生产过程中产生的废水、废固、废气和噪声等污染物将严格按相关环境

保护法规进行处理，具体环境保护措施请参见本招股说明书“第五节 业务与技

术”之“七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力”。 

2020 年 10 月，德富新能源取得九江经济技术开发区（出口加工区）建设环

保局环境保护处出具的《关于对〈九江德富新能源有限公司年产 28000 吨高档电

解铜箔建设项目环境影响报告表〉的审批意见》（九开环审字（2020）45 号），原

则同意本项目的开工建设。 

本项目建设项目环境影响登记表已完成备案，本研发项目产生的废气、废水

等污染物排放较少，公司将严格按照环境保护法律法规的要求落实项目环境管理、

环境监测以及污染物排放总量控制的各项要求，符合国家环保相关规定标准。 

4、新取得土地、房产情况 

为实施募投项目，德富新能源于 2020 年 8 月 18 日取得坐落于九江市开发区

汽车工业园顺意路 12 号 A 地块的土地使用权，并于 2022 年 11 月 15 日取得

（2022）九江市不动产权第 0084445 号房产证，房屋建筑面积 49761.12 ㎡。 
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5、项目经济效益评价 

经综合测算，本项目税后财务内部收益率为 24.14%，静态投资回收期 5.84

年，项目有较好的盈利能力和抗风险能力。 

（二）高性能电解铜箔研发项目 

1、项目实施方案及要点 

（1）项目实施主体 

本项目实施主体为九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”），实

施地点为公司现有研发中心，不涉及新增房屋建筑物。 

（2）项目投资概算 

本项目总投资 15,914.00 万元，募集资金拟投入资金 15,000.00 万元，具体投

资概算情况如下： 

单位：万元 

序号 项目 合计 T+12 T+24 T+36 

一 设备费用 5,975.00 5,975.00 - - 

1.1 电解生箔系统 2,675.00 2,675.00 - - 

1.2 表面处理设备 2,900.00 2,900.00 - - 

1.3 检测仪器设备 400.00 400.00 - - 

二 实施费用 9,339.00 3,975.00 2,911.00 2,453.00 

2.1 材料费用 2,530.00 1,430.00 750.00 350.00 

2.2 人员费用 2,946.00 982.00 982.00 982.00 

2.3 小试平台搭建 130.00 130.00 - - 

2.4 外协检测 670.00 290.00 200.00 180.00 

2.5 添加剂 1,273.00 540.00 380.00 353.00 

2.6 能源消耗 1,195.00 407.00 394.00 394.00 

2.7 污水处理 150.00 50.00 50.00 50.00 

2.8 辅助材料 240.00 80.00 80.00 80.00 

2.9 其他费用 205.00 66.00 75.00 64.00 
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序号 项目 合计 T+12 T+24 T+36 

三 营运资金 600.00 200.00 200.00 200.00 

合计 15,914.00 10,150.00 3,111.00 2,653.00 

（3）项目具体开发内容 

1）4μm超高模量铜箔项目 

“轻薄化”目前仍是锂电铜箔的主要技术发展趋势之一，但同时随着铜箔厚

度的降低，对铜箔弹性模量的要求也会提高；高模量可以减少铜箔在涂布过程中

发生断裂打皱的情况，也能够使锂电池特别是软包类锂电池生产过程中不易涨包

或断裂，还可以提高电池在使用过程中受热胀冷缩的能力，从而提升电池的使用

寿命和安全性。 

目前公司已掌握 6μm、5μm 高模量铜箔的生产工艺，且在核心工艺添加剂方

面达到行业领先水平，在此基础上，公司拟进行 4μm 高模量铜箔的研发，预计

抗拉强度达到 600-650MPa，0.5%延伸处屈服强度达到 350-380Pa，优于目前国内

外 5μm 高抗拉锂电铜箔产品。 

本项目完成后，将成为公司锂电铜箔高端产品线中最具核心竞争力的产品之

一，公司产品将全面覆盖锂电集流体铜箔的各个抗拉强度指标区间、弹性模量区

间，在生产过程中可以真正满足客户定制化和多样化需求，进一步提升市场竞争

力，实现对核心龙头客户的深度服务。 

2）8μm超高延伸率铜箔项目 

高延伸率意味着铜箔具有良好的耐卷绕能力与柔韧性，是锂电铜箔工艺水平

的重要指标；由于锂电池在使用过程中，多次充放电循环使得电芯反复收缩膨胀，

高延伸率铜箔可以有效降低收缩膨胀过程中出现断裂的可能性，从而以提升锂电

池使用过程中的安全性。 

公司计划研发 8μm 超高延伸率的锂电铜箔，预计研发成功后延伸率将达到

17%，并掌握可以调节锂电铜箔延伸率之工艺体系，相关产品技术指标达到行业

领先水平。高延伸率铜箔的研发，是公司根据锂电铜箔行业现有的技术水平与未

来技术发展趋势做出的布局，能够进一步提升公司的技术实力。 
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3）多孔铜箔研发项目 

多孔铜箔即含有孔隙的铜箔，孔的形态可分为开孔、闭孔与两者混合的形态，

生成方式包括使用激光或机器方式打孔，使用化学反应的方式在铜箔表面生长出

三维结构形成多孔结构，并通过发泡的方式得到泡沫铜；本研发项目中拟通过印

刷模板法电解得到的具有开放孔隙的铜箔。目前市场对于锂离子二次电池的安全

性要求日益提高，多孔铜箔能够更好地匹配金属氧化物负极与锂金属负极，适应

固态电池对铜箔集流体的特性需求。 

多孔铜箔相较于传统锂电池双光铜箔有如下五点优势：1）使用多孔铜箔，

能够减少电池陈化的时间和电解液的用量，从而提升电池安全性；2）通过降低

铜箔在模组中所占重量比例，提升模组能量密度；3）提升负极材料与电解液的

浸润性；4）多孔铜箔在涂布后，孔隙会被负极活性材料填充，提升负极材料在

铜箔上的抗剥离强度；5）多孔铜箔对低速冲击载荷有较明显的缓冲效果，提升

锂电池电芯整体的抗冲击性能。 

由于多孔铜箔技术难度高，目前行业内尚未出现能够量产多孔铜箔产品的公

司。本项目的实施，将有利于公司填补业界技术空白、抢占先发优势，提高公司

核心竞争力并稳固行业领先地位。 

4）5G 高频高速铜箔研发项目 

5G 高频高速电子电路铜箔市场主要产品类别为低 /极低轮廓型铜箔

（VLP/HVLP）。由于信号在覆铜板传输过程中会发生“趋肤效应”，电解铜箔表

面粗糙度过大会导致传输时路径变长，信号的驻波、反射现象加剧，导致信号损

耗程度加剧；因此覆铜板要实现更低的信号损耗性能、获得更好的信号完整性，

需要导体材料铜箔具有低轮廓度的特性。通常 VLP 表面粗糙度（Rz）在 2~4.2μm

之间，HVLP 表面粗糙度（Rz）小于 2μm，该类铜箔能够有效减少高频高速信号

的趋肤效应、降低信号损耗。 

由于 VLP 及 HVLP 具有较高的技术壁垒，目前其国产化程度较低，国内市

场仍主要依赖对日韩等国家的进口产品。随着 PCB 产业向国内的转移以及国内

5G 基站建设的全面推进，国内对高频高速铜箔的需求量持续增大，国产替代的

需求持续强化，进程亦进一步加速，行业内龙头电子电路箔生产企业均在积极部
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署相关高性能产品研发。 

通过本项目的顺利实施，公司将掌握低/极低轮廓铜箔的规模化生产技术，

能够快速抢占 5G 高频高速铜箔市场先机，把握国产替代浪潮，有利于公司提升

电子电路箔市场竞争力。 

5）可剥离型载体超薄铜箔的规模化制备 

电子电路铜箔在表面处理过程中需要经过数量众多的辊系，需要满足一定的

强度和厚度要求，因此最小厚度通常被限制在 9μm，但在精细线路加工过程中，

为了降低趋肤效应对高频高速信号传输的不利影响、提高线路的垂直度，要求电

子电路铜箔的厚度尽可能低。可剥离型载体超薄铜箔能够有效解决上述矛盾，其

生产中通常采用一定厚度的载体箔作为阴极，在其上电沉积铜；然后将镀上的超

薄铜箔连同载体箔一同经热压、固化压制在绝缘材料板上，最后再将用作阴极的

载体箔用化学或机械方法剥离。可剥离型载体超薄铜箔厚度一般在 3-5μm。 

可剥离型载体超薄铜箔具备技术门槛高、传输性能优、市场售价高等特点，

剥离型载体超薄铜箔的开发过程涉及微细晶粒电化学沉积、微细粗糙化表面处理

技术、电化学沉积添加剂选配、偶联剂选型、电化学模拟仿真等多种先进研究技

术，目前该产品基本由外资企业所垄断。剥离型载体超薄铜箔开发能够有效提高

公司研发能力、丰富公司技术储备、优化公司产品结构、提升公司持续盈利能力

和市场影响力。 

2、项目周期及实施计划 

本项目包括立项及可行性研究、DOE 试验、设计验证及评估、试生产、产品

验证及客户确认等过程。项目具体实施进度估计如下： 

项目 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

立项、可行性研究             

DOE 试验             

确定配方模型             

设计验证及评估             

工艺路线设计确认             
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项目 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

试生产             

产品验证和客户确认             

量产评估及移交生产             

初期试量产             

交付及改进总结             

注：上表中“T”代表 3 个月。 

3、项目环境保护情况 

本项目作为研发项目，将在现有环保条件下实施日常试验及产品小试，环境

保护措施与正常产线保持一致。 

（三）补充流动资金项目 

1、项目概况 

公司拟将本次募集资金中的 40,000.00 万元用于补充流动资金，为后续生产

经营发展提供资金支持。 

2、补充运营资金的管理运营安排 

公司将严格按照资金使用制度和实际发展需求使用募集资金，服务发展战略，

降低财务风险，确保资金使用的合理性。公司将严格按照中国证监会、深圳证券

交易所有关规定及公司的《募集资金管理办法》，根据公司业务发展的需要，合

理安排该部分资金使用的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，并严格

按照相关规定进行审批与拨付。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说

明》之签章页） 

 

 

 

 

九江德福科技股份有限公司 

 

年   月   日 

 


